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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

電子機器の高性能化やパワー半導体の高出力化に伴い、高密度発熱体の冷却が課題
となっている。我々は、高い熱拡散・熱輸送能力を持つベーパーチャンバに関する
研究開発を行っている。ベーパーチャンバ内では気液相変化現象が複雑に生じてお
り、相変化伝熱面上に形成された微細構造や濡れ性を制御することで、気液挙動を
制御し、高熱流束時の熱伝達特性を飛躍的向上させることができる。2023年度は、
沸騰挙動を可視化するために透明加熱面の製作を行った。

実験
Experimental

ガラス基板にITOの薄膜を成膜し、ITO膜に電流を流すことで発熱させて冷媒を沸騰
させるために、ITO膜および電気接触させる電極の成膜を行った。スパッタ成膜装
置を利用して、ITO膜を200nm成膜し、その後両端に電極を設けた。

結果と考察
Results and Discussion

成膜したITO膜付きのガラス伝熱面をプール沸騰容器に設置し、電流を流すことで
沸騰実験に供した。冷媒を沸騰させられることを確認し、電流を変えることで発熱
量を変化させ、熱流束をパラメータとして変化させたときの沸騰熱伝達を評価する
実験に用いることができることを確認した。
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